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Who we are?
大聯大 WPG 全球前二 半導體零組件通路商

Notes：
1. Source：Gartner ( March 2025 ) 
2. Gartner 僅計入半導體銷售額，不含被動元件 (PEMCO)及鑫聯大控股營收數

Ranking
2023 Ranking 2024 Company Revenue

2023
Revenue

2024
Growth 
23-24

Disti Share 
2024

Semi Share 
2024

4 1 WT Microelectronics 18,908 28,792 52.3% 14.0% 4.6%

3 2 WPG Holdings 19,207 25,477 32.6% 12.3% 4.1%

2 3 Avnet 19,948 17,576 -11.9% 8.5% 2.8%

1 4 Arrow Electronics 21,733 17,086 -21.4% 8.3% 2.7%

6 5 Supreme Electronics 4,511 6,884 52.6% 3.3% 1.1%

8 6 CECport 4,293 6,197 44.4% 3.0% 1.0%

5 7 Macnica 6,719 5,678 -15.5% 2.8% 0.9%

7 8 Toyota Tsusho 4,595 4,725 2.8% 2.3% 0.8%

12 9 S.A.S. Dragon 2,661 3,676 38.1% 1.8% 0.6%

10 10 Edom Technology 3,431 3,524 2.7% 1.7% 0.6%

Others 85,854 86,708 1.0% 42.0% 13.9%

Semi Distributor Grand Total 191,860 206,323 7.5% 100.0% 33.0%

Semi Worldwide Grand Total 530,000 626,000 18.1%

Top 10 Semiconductor Distributors' Revenue, Worldwide, 2024 US$ M



關於大聯大

大聯大控股成立時間 

2005年11月

2005年11月
(TSE: 3702)

上市櫃(IPO)

倉庫數

共6個倉庫
TPE/HK/DG/SH/SGP/

Americas

員工總人數

2024年營業額

客戶集團家數 

IED: 44個 

Non-IED: 20個 

約 5,000人 

(含業務/產品/技術約75%)

新台幣8,805.5億元

約13,000家

控股成員

成立時間 加入大聯大控股時間 2024年營業額(USD)

世平集團

品佳集團

詮鼎集團

友尚集團

大聯大 韓國

大聯大 美洲 

1980 2005年11月

1987 2005年11月

1993 2009年02月

1980 2010年11月

2005 2005年11月

2006 2006年05月

全球銷售據點

13.71B

2.66B

2.95B

3.96B

143M

561M

大聯大控股簡介 (Y25 Q2)IED： Intelligent Electronic Device



* IED = Industrial Electronic Device

大聯大全球共70個服務據點

1 United Kingdom   

Physical office

歐洲區EMEA銷售據點

39個 IED服務據點

台灣 4 ●台北    桃園    ●新竹     ●台中    ●高雄

中國 20

大陸 

南亞 12 ●新加坡        ●曼谷        ●大城
●馬尼拉        ●河內        ●胡志明市
●邦加羅爾    ●新德里    ●普納
●吉隆坡        ●檳城-大山腳、峇六拜

韓國 1 ●首爾 日本 2 ●東京   ●大阪

亞太區服務據點

20個 Non-IED服務據點

南亞 20

倉儲據點銷售據點

●香港    ●深圳    ●上海     ●北京    ●瀋陽
●青島    ●西安    ●南京     ●合肥    ●蘇州
●成都    ●武漢    ●杭州     ●重慶    ●寧波
●福州   ●廈門    ●廣州     ●東莞    ●珠海

4 USA, Canada, Mexico 

Physical offices

北美區銷售據點

銷售據點

倉儲據點

大聯大控股簡介 (Y25 Q2)



大聯大代理產線 250+

大聯大控股簡介 (Y25 Q2)



產品應用範圍包含個人裝置、物聯網、車聯網…等
提供各功能區塊相對應產品線的多元組合
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電子零件供應商

半導體零件通路商
(大聯大)

加值服務

▪採購服務

▪財務支援

▪跨區交易支援

▪電子化服務

▪物流庫存

▪原廠技術支援

▪設計/應用服務

▪供應鏈管理

電子成品製造商
(Small-Medium Scale)

Over Thousands

OEM/ODM
(Big Scale)

Top 100

40 %60 %

70 % 30 %

Updated: Oct., 2024

上
游
製
造
商

下
游
客
戶

主要功能:
1. 調節功能→緩衝與縮小市場需求與供給間之差距
2. 協調功能→傳遞交換客戶需求與製造商間之產業資訊情報

大聯大串聯上游製造商與下游客戶，並提供附加價值服務



由宗旨驅動工作動力，
在工作中找到意義感，
成就自己，也成就組
織。

產業首選
通路標竿

我們的夢想，宏偉
艱難大膽的目標

宗旨 願景
策略方針& 
核心價值觀

我們為什麼在這裡?

共創夥伴價值
成就未來

全球服務 大而無畏
平台賦能 產能倍增
無縫交接 幸福企業

2021-2026
T.I.P.E.

T. 團隊
I. 誠信
P. 專業
E. 效能

我們的目標我們如何做到?





WPG IT Services Internship Program 

實習計劃介紹

2026  Feb.~ Jun. 



大聯大控股 IT 組織架構 Organization

      大聯大控股 資訊服務處  |

數位服務
Digital Services

運營服務
Operation Services

產品系統

銷售系統

物流系統

技術服務
Technical Services

創新平台

IT 基礎架構

客戶服務
Customer Services

客戶代表產品測試 QA

資訊專案
CoE

(其他) 應用系統

數據分析

資料科學

AI平台開發

Help Desk 專案管理

團隊規模達200多人，為中型軟體公司組織
成員位於台灣 / 上海／深圳／香港／新加坡 / 美國，多地協作

專家中心



招募職缺 Opportunity

AI

實習工程師

Java軟體開發

實習工程師

資訊系統品管

實習工程師

Skill所需能力

• Python

• Scrum/DevOps
具備 Azure Cloud Service、ML/DL 基礎
或 LLM/Agent 技術經驗者佳

數位服務
Digital Services

運營服務
Operation Services

技術服務
Technical Services

客戶服務
Customer Services

專案管理
CoE

 Task 工作任務

• AI應用開發、模
型訓練與部署

• AI Agent 設計＆

建置、服務化上
線、維運＆優化

Skill所需能力

• Java

• Angular

• Scrum/DevOps

 Task 工作任務

• Scrum/DevOps開發實務經驗

• 熟悉 Java/Angular 實務應用

• 了解 Cloud Native 軟件開發

• 大型ERP 專案管理、商業流程

• Azure Cloud Service

• Oracle ERP

Skill所需能力

• 熟悉Office相關操作

• 有影片剪輯能力

 Task 工作任務

• Oracle ERP及周邊
介接系統流程測試

• 製作推廣AI平台相
關文件及教育訓練



每月IT月會團聚
All-hands Share & Learn

Mentoring ship
輔導員手把手帶領

內部會議參與
Join Internal Business Meetings

HR 關懷協助
HR Consultants

部門團隊支援

Team Support

你可以學到…What you can learn

專案實練
Hands on Project

學習成果展示
Final Presentation



薪資/福利

• 薪資：月薪 34,500元起

• 勞健保、勞基法保障之假別

• 實習期間如表現良好，經主
管評估能轉為正職，並認列
實習年資

上班時間

• 週一至週五 08:30~17:30

• 午休時間     12:30~13:30

• 實習期間共計四個月：
2026/02/01~2026/06/30

• 每周需出席至少4天以上

工作資訊 Information



工作環 工作地點：大聯大南港總部大樓

台北市南港區經貿二路189號
• 搭捷運：文湖線 南港軟體軟區站1號出口，步行約10~20步即可抵達

• 搭公車：951/綜19/藍15（南港軟體園區站）、203/281/620…（南港軟體園區北站）等



面試流程 Interview Process

一、筆試 Online Examination

• 時間：10月底起，收到履歷後陸續通知

• 方式：線上筆試測驗

• 流程：會參考答題時間→通過後，MAIL通知結果

二、團體面試 Online Interview

• 時間：11月底（待定）

• 地點：TEAMS線上面試

• 流程：團體面試→通過→通知學校公佈→ MAIL通知填寫線上履歷



Thank you!
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